Feine Verbindungen mittels
Mikroplasmaschweiféen

In der klassischen Schweilstechnik set-
zen die metallurgischen Eigenschaften der
Werkstoffe noch immer Grenzen hinsicht-
lich maximaler Wirtschaftlichkeit und Qua-
litat. Auch die physikalischen Eigenschal-
ten der offenen Lichtbdgen als freie Leiter
sind begrenzt. Ebenso fUhren notwendige
geometrische Formen, der Temperaturein-
fluss sowie die menschliche Bedienung
und Steuerung der Prozesse zu Einschrin-
kungen bei diesen Faktoren. Schweifiver-
fahren mit héherer Energiedichte und ein-
facherer Mechanisierung sind nétig, um
diese Probleme zu minimieren. Der Plas-
malichtbogen bietet hierfiir interessante
Ldsungen.

Als  Weiterentwicklung des WIG-
Schweildverfahrens wird das Plasmaschwei-
lfen, Bild 1, seit etwa 30 Jahren industriell
genutzt. Das Einschniiren des Lichtbogens

ergibt eine vielfach héhere Lichtbogentem-

peratur. Zusatzlich fiihrt der Einsalz eines

mit hoher Frequenz pulsierenden Stroms

zur Stabilisierung des Lichtbogens.
Die Vorteile des WIG-Verfahrens gel-

ten auch fiir das Plasmaschweilen:

O reine Lichtbogenatmosphiire,

O gute Ubersicht tiber den Schweilbe-
reich (keine Schlacke),

O prézise Handhabung.

Deutlich tbertroffen wird das WIG-Verfah-

ren durch das Plasmaschweilsen in folgen-

den Punkten:

O héhere Energiedichte und damit gréle-
re Leistung und Reinheil,

O sicheres Ziinden des Lichthogens ohne
Hochfrequenz,

O richtungsstabiler, auslenkbarer Lichtbo-
gen,

O kleinste Schweilistrome ah 0,06 A,
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Bild 2. Einsatzbeispiele des Plasma- und Mikro-
plasmaschweillens in der Filterherstellung.

O wiederholbare Genauigkeit.

Grundsitzlich entsprechen die Einsatzkri-
terien des Mikroplasmaschweifens denen
des WIG-Verfahrens. Haufig wird beman-
gelt, das Mikroplasmaschweilten verlange
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Bild 1. Temperaturverliufe beim WIG- und Plasmaschweifien,






